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公司简述

公司创建于2003年，总部坐落于美丽的宝岛台湾桃园市，于2010年筹建惠
州市博罗县分工厂，两个工厂一起占地80亩，迄今公司已经拥有以总部台湾，
分厂惠州两大生产基地的大型线路板企业集团；经过公司不断发展努力，现已
形成月产出90000㎡印制线路板规模的生产能力，市场覆盖通讯、网控、数码
消费、手机、高端LED、工业控制、安防、汽车及军工类行业产品，公司培养
了一支从事印制线路板制造的专业技术团队，从市场开发、工程评审、过程控
制、品质保证、售后服务控制的管理体系，公司管理步入系统化、规范化、科
学化，目前公司产品涵盖包括有：

© 双面印制板

© 4-24多层板

© 微波高频印制板

© 高精密度互连技术（HDI）及特种印制板

公司逐步成为一流的印制线路板专业生产商和服务商。
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公司地址
总部：台湾桃园市大园
区三石里65巷8号

分厂：广东省惠州市博罗
县麻陂镇龙苑工业区三栋

广东省深圳市前海路海岸
时代卡夫诺西座1909
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台湾工厂鸟瞰图

台湾工厂占地：60亩

A栋

B栋

三期备用地
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惠州工厂鸟瞰图

工厂占地：20亩
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公司规模

产品平均层数

占地面积

注册资金 员工人数

月产：90000㎡

•一厂：60亩
•二厂：20亩

2870人4500万

六层
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公司架构

董事总经理

生产副总常务副总

市
场
部
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企业系统、管控要求

IPC-A-600G、
IPC-TM-650

ISO14001:2004

TS16949:2009

UL、CUL
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品质系统流程图
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管理目标

客户满意度：≥客户满意度：≥8585分分

准时交货率：≥准时交货率：≥90%90%

客户投诉率：≤客户投诉率：≤2%2%

HDIHDI板合格率：板合格率：96.21%96.21%

双面板合格率：双面板合格率：98.8%98.8%

多层板合格率：多层板合格率：97.06%97.06% 管理目标
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销售记录及交期能力

2014年

2013年

2012年

2011年

5.5亿
4.5亿

4.0亿
3.5亿

产品类型 样品交期 批量交期

具体个别特殊订
单可另沟通调整

双面板 3-5天 7-8天

多层板 6-8天 8-10天

特种板 2周 2周

高密度互连 2周 2周
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品质工艺流程图
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主要工艺能力

项目
参数

备注
双面及多层板

内层最小线宽/线距 2.5mil/2.5mil(0.064mm/0.064mm)

最小内层焊环 3mil(0.076mm) 指单边焊环宽

最小内层隔离环 ≥6mil

完成板厚度 0.20mm-3.50mm

积层层数 2-32层

最小完成孔径
机械钻孔8mil(0.2mm)

HDI激光钻孔3mil（0.075mm）

电镀最大纵横比 1:12

外层最小线宽/线距 2.5mil/2.5mil(0.064mm/0.064mm)

阻焊桥最小宽度 3.0mil(75um)

塞油最大孔径 ＜20mil(0.5mm)

表面处理工艺
OSP选化、OSP、沉镍金、金手指、

全板镀金

阻抗控制及公差 ±10％(差分、特性测试)

盲孔/埋孔板 N+2+N、N+4+N 一阶、二阶、
Anylayer

HDI 板填孔能力 次外层≥90%、外层≥80%
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工艺产品介绍

一阶HDI产品

二阶HDI产品

高层次产品

层数：10
最小隔离环：7mil
板厚：2.0mm
孔径纵横比：10:1
产品类型：沉金

层数：8
最小隔离环：6mil
板厚：1.0mm
孔径纵横比： 4:1
产品类型：喷锡

层数：8
最小隔离环： 6mil
板厚：1.0mm
孔径纵横比： 4:1
产品类型： 沉金+软硬结合
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HDI工艺介绍

一、激光钻孔工艺

1.流程

层压 棕化减铜至6—9um              激光钻孔

2.使用日本三菱公司最新款ML605GTW 四代激光钻机能
有效的确保盲孔的导通性和可靠性。

3.调整不同的能量可加工多种厚度的PP类型：如1080，
2116，106等

4.加工孔径范围：3—6mil(0.075-0.15mm)
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HDI工艺介绍

二、填孔工艺

使用兢铭公司最新款垂直自动填孔设备配合迈得美填孔
药水，能有效保证盲孔导通性能及可靠性
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HDI工艺介绍

三、外层CCD半自动对位技术

在内层菲林设外层线路对位靶标，压合后利用X-RAY钻靶
机钻出线路对位孔确保线路PAD与盲孔的对位精度50um，同时层间
对准度也在50um以内；

四、树脂塞孔工艺

流程：钻埋孔 PTH          板电（负片） 次外层线路
AOI           棕化 树脂塞孔 压合

在压合前进行树脂塞孔后立即抹平整再烘烤固化，压合后板面
平整，没有凹陷和凸起现象。
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HDI产品介绍（一）

1.一阶激光盲孔

一阶盲孔板 一阶盲孔+埋孔板
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HDI产品介绍（二）

1.二阶激光盲孔

二阶盲孔板（错孔） 二阶盲孔板（叠孔）
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主要、关键设备（一）

日本三菱 最新款ML605GTW 四代 激光钻孔设备，可加工PP类型：1080、2116、
106，孔径：3-6mil（0.075-0.15mm），现有设备数量：订购两台，已到厂导入

一台，另一台预计2014年1月前回厂
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主要、关键设备（二）

台湾兢铭 最新款针对HDI激光钻孔产品自动填孔设备，填孔饱满度：90%以上，

表面铜厚控制在25—35um，现有设备数量：一条，已到厂导入使用
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主要、关键设备（三）

台湾浩硕 压合后全自动X-REY打靶设备，自动透视抓靶测量层偏及板材涨缩，可

将不同涨缩的板进行分类，现有设备数量：一台，已到厂导入使用
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主要、关键设备（四）

台湾群翊 内层全自动涂布+垂直烘烤一体化设备，可生产0.1mm-2.5mm板厚产

品，涂布油墨厚度均匀性在90%以上，是制作精密线路的有效保障，现有设备数

量：一台，已到厂导入使用
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主要、关键设备（五）

国内知名品牌-宇宙 外层线路后显影+真空蚀刻+退膜一体化水平线设备，没有水

池效应，使上下蚀刻量一致，能制作2mil/2mil线宽线距，现有设备数量：一台，

已到厂导入使用
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主要、关键设备（六）

台湾志圣、海圣光电 内/外层线路、防焊CCD自动曝光对位机设备，自动抓靶对
位，机械精度误差小于10um，现有设备合计数量：八台，均已到厂导入使用
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主要、关键设备（七）

台湾志圣 线路全自动贴膜机设备，可设置留边，避免干膜碎进入板内同时节约物

料成本，磨板后直接贴膜，减少停留时间，能有效的保证干膜结合力，现有设备

数量：两台，已到厂导入使用
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主要、关键设备（八）

国内知名品牌-威迪 压合机组设备，板厚公差小于0.1mm，配合适当的压合程式

制作高层板没有层间错位和分层现象，现有设备数量：两热四冷，已到厂导入使

用



www.anlidapcb.com

主要前、后处理设备

设备名称 品牌/数量 型号 介绍 图示

沉铜前处理
高压水洗线

荣华科创

/一条
SC047055

带超声波和60kg高压水洗，
能有效的清洗孔内粉尘，保
证微小孔导通性

防焊前处理
喷砂线

宇宙/二条
11SCM30N

KA48

比传统的磨刷线板面有更好的
粗糙度，使油墨与板面有良好
的结合力不会磨伤线路及残留
铜粉，保证产品品质

全自动接、
放板机

每条处理
线均配置

/
减少人工取放板动作，避免

板面擦花

暂存L型架
文字前每
个工序均
有配置

/

减少人工取放板动作，避免
板面擦花
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主要检测设备（一）

设备名称 品牌/数量 型号 介绍 图示

二次元

检测仪

MACHVISION

/一台
E23D

3D精密量测系统，测量物件上的圆
（弧）心、半径、线宽、夹角、距
离、交点、中心线，同时具有先手

动测量后做批量自动测量功能

阻抗测试仪
Tektronix

/一台
DSA 8200

参考IPC-TM-650 工业标准，里面多
次提到关于测量PCB阻抗所使用的仪
器，推荐使用的仪器、探头、校准

方法和差动测量的方法均以
Tektronix的TDR为准

金/镍厚度
测试仪

正业（爱思

达）/一台
CMI900X

用于涂层、镀层厚度（PCB板金镍厚
度、锡、铅、银等）的精确测量，
可同时对最多5层（四层镀层+基材

层）、15中元素进行测量

AVI外观自
动检测机

凯马（宜美

智）/一台
EAGLE

根据AOI测试原理，自动识
别外观不良
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主要检测设备（二）

设备名称 品牌/数量 型号 介绍 图示

孔铜测试仪

表铜测试仪

OXFORD

/各一台
3-5383

自动温度补偿功能，可实现即时测
量，测量范围孔铜2-102um，孔径
0.8-1.4mm，测量板厚0.7-3.175mm

镭射检查机
正业（爱思

达）/一台
/

采用X光透射成像原理，对PCB定位
孔进行检查和参数测量，配备导航
CCD功能，方便移位检查，实现观察

的可视化动态显示

剥离强度测
试仪

正业（爱思

达）/一台
BL12

采用优质马达及精密模组传动、震
动小、噪音低，软硬板的测试夹具
可自由更换，符合IPC-TM-650测试

标准，测试最大拉力：49N

全自动O/S
测试机

旺通达

/五台
HV300

全自动测试，能够自动收取
板，避免人工误测及提高效率
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产品市场分布
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市场展望

品牌发展

市场主体路线

网控、通讯类

产品技术路线

高阶、高层类
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工艺技术发展规划

2011年之前

2012年

2013-2014年上旬

2014中旬-2015年

•普通2-8层通讯类为主之通孔
线路板

•大幅度导入4-6层手机、MID通孔
板及一阶HDI线路板

•主力攻占开发4-10层 通孔、二阶
类HDI线路板

•开发8-14层 任意层互连技术
并实现产业化
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主要合作供应商

内容

内容

内容

内容

内容 内容
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公司风貌（一）



www.anlidapcb.com

公司风貌（二）
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公司风貌（三）



“安 力 达 的 发 展 有 赖
您 的 支 持"

我们正以崭新的姿态和前所
未有的速度向前发展！


